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0 Masse 2ur Hersteilung eines im nahen IR atisorbierenden Materlais und die Masse oder das 
Material enthattender Fomnk6rper. 



0 Die Erflndung betrifft eine Masse zur Harsteltung elnes im nahen IR-absorbierenden lS4aterials, die mfnde- 
stons eine Thioamidverbindung und mindestens eine Kupfer- und/oder Bleiverbindung enMit. Beim Erhitzen 
dieser Masse erhSIt man ein Material, das nahes IB-Ucht absorbiert Die erfindungsgemMBe Masse und das 
erfindungsgemSfle Material slnd daher brauchbar 2ur Hersteilung von Fbnmk5rpem, die im nahen IR absorbieren 
und daher fOr die Hersteilung von optischen Materialien tmichbar sind. 
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Masse zur Herstellung eines im nahen IR absorblerenden Materials und die Masse Oder das Material 

enthaltender Formldiper 



DIese Erflndung betrffft eine tm nahen IR absorbierende Masse, die mindestens eine Thioamidverbln- 
dung und mindestens eine Verblndung aus der Gruppe der Kupferverbindungen und Blelverblndungen 
enMK. und efn Im nahen IR absorbferendes Material, sowie einen Fonmk6rper, der diese Masse Oder 
dieses Material enthiit. 

Die im nahen IR absori^ierenden Materiallen wurden in den ietzten Jahren besonders entwicl(ett Oiese 
Materiaiien werden vieiffiltig In der Praxis ven/yendet, z.B. als llchtempfindliche Materialien. bei denen ein 
hialbleiteriaser mit einer Weltenlange im nahen IR-Bereich, usw. als Uchtquelle verwendet wird; als 
Informationsaufzeichnungsmateriallen wie optische Aufzeichnungsscheiben; als optische Materiaiien wie 
Filter und Rime fUr das nahe IR usw; als Licht-WMnneumwandtungsauteeichnungsmaterialien in Kbmbina- 
tion mit den wSnneempfindilchen Materiaiien. 

Als beltannte Im nahen IR absoribierende Materiaiien werden ein Chrom»KbbalM<6mplex in der Japani- 
schen Patentpublilcation Nr. 42269/1985 beschriet)en; ein Th!ol-Nici<el-Komplex In JOLS Nr. 21294/1985; 
ein Anthrachinonderivat in JOLS Nr. 115958/1988; eine neue Squaryiiumverbindung mit einer Maximunv 
welleniange von 700-800 nm In JOLS Nr. 2.18551/1986. Welter werden in "Im nahen IR absorbierender 
Farbstoff" (Kagalculcogyo 43, Mai 1959) Nitrosoveri3indungen, ihre Metalikomplexe, Polymethinfarbstoffe 
(Cyanlnfarbstoffe), ThIol-Kbbalt-komplexe. Thiol-Platin-Komplexe, Thio-Paliadlumtcomplexe, Phthalocyanin- 
farbstoffe. Triary(methanfarit>stoffe, lmnK)nlumfari3stoffe, Dilmmoniumfarbstoffe, Naphthochlnonferbstofie und 
dergleichen beschrieben. 

Die bisherigen, im nahen IR absori)lerenden Materiaiien des organischen Typs haben die Nachteile. daB 
die Dauerhaftigkelt unteriegen ist; d.h. da^ die Anfangseigenschaften unter dem QnfiuB der Umweitbedin- 
gungen oder Im Lauf der Zeit verschlechtert werden. Andererselts weisen die Im nahen IR absort)lerenden 
Materiaiien des Komplextyps eine Qberiegene Daueriiaftlglcelt auf, sie haben jedoch die Nachteile, dad 
wegen der Absorption des sichtbaren Uchts die Materiaiien staric ge^rbt sind, wodurch die Materiaiien nur 
beschrinid angewandt werden. Jedes Material hat ein AbsorptlonsmaxImum bei eIner bestimmten Wellen- 
iange. besltzt aber fast Iceine Absorptlonsf§hlgl<eit bei anderen WellenlSngen. Bei einem Aufeelchnungsma- 
teriai, bei dem das obige Material venfvendet wird und wenn als Uchtquelle beispielsweise ein Laseriicht mit 
einer Welleniange im nahen IR angewandt wird, ist es erforderiich, dail die LaserwelieniMnge mit dem 
Absorptionsmaximum des Materials Qbereinstimmt Well die LaserwelleniSnge und die Absorptionsmaterial* 
wellentSnge beschrinld sind. sind die Kbmbinationsm5glichl(eiten. bei denen die LaserwelientSnge und die 
AbsorptlonsmaterialwellenlSnge Oberelnstimmen, sehr gering. Welter sind derartlge iComblnationsmdglich- 
keiten unter Bertlcksichtigung von Absorptionsflhiglceit Dauertiaftiglceit. Fart)ung. Kosten usw. des Auf- 
zeichnungsmateriais praktisch f^ nicht vorhanden. Daher werden dIese Materiaiien nur beschrSnkt ange- 
wandt 

Der Erflndung Ilegt die erste Au^abe zugrunde, ein im nahen IR absort)ierendes Material mit wenlger 
FSrtxing. hoher Dauertiaftigkeit und gleichm3Blger Absorption im nahen IR-Bereich von 700-2000 nm 
WellenlMnge zu schaffen. Der Erflndung Ilegt die zweite Aufgabe zugrunde. eine Masse, aus der ein im 
nahen IR absorblerendes Material lelcht hergestellt werden kann. zu schaffen. Der Erflndung liegt die dritte 
Aufgabe zugmnde, einen Fbrmkorper, der ein im nahen IR absori3ierendes Material oder eine im nahen IR 
absortiierende Masse enthSlt. zu schaffen. 

Diese Aufgaben werden erfindungsgemifl wie folgt gelost Die erflndungsgemSfi Im nahen IR absoribie- 
rende Masse enthSIt sowohl mindestens eine Thloamidvert^indung aus der Gruppe der allgemeinen Fonmel 
(I) als auch eine Verblndung aus der Gruppe Kupler^ und Bleiveri^Indungen 



(worin Ri und Ra Jewells ein Wasserstoffalom, eine Alkyh. Alkenyl-. CycloalkyK Aryl-, Aralkylgruppe, oder 
einen einwertlgen Rest eInes 5- oder 6-glledrigen Rings bedeuten, oder Ra eine Alkoxygruppe bedeutet, 
wobel jede Gruppe durch mindestens einen Substituenten substituiert sein kann, und Ri und R2 gemein- 
sam einen Ring bilden kdnnen). 

Das erfindungsgemao im nahen IR absorbierende Material umfaflt das Reaktionsprodukt, das durch die 
Hitzebehandlung der erfindungsgemUen Masse eriialten wird. Der erfindungsgemdde FormkSrper umfalSt 
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die erfindungsgemdBe Masse Oder das erfindungsgemS/^e Material. 

Die Wahl der erfindungsgemMfien Thioamidverbindungen der allgemelner) Formel (I) 1st nicht t)esorKlers 
tieschrankt, man kann z.B. fblgende verwenden: 
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Die erfindungsgemlLfie Kupferverbindung ist eine Kupferverbindung der Fbrmel (II) 
(R-X)„Cu (II) 

worfn R ein Wasserstoffatom, eIne AlkyI-, CycfoalkyK AryK Aralkylgruppe Oder ein heterocyclischer Rest ist 
(wobei jede Gfuppe Oder der Rest durch mindestens einen Substituenten substitulert sein kann), X -COO, 
•SO4. -SOa. -PO4, Oder -O bedeutet und n eine ganze Zahl von 1 bis 4 Ist 

Die Wahl der erfindungsgemSBen Kupferverbindungen der allgemeinen Formel (II) Ist nicht besonders 
beschrSinkt man kann z.B. folgende verwenden: Kupferstearat, Kupferpalmltat, Kupferoleat Kupferbehenat, 
Kupferlaurat. Kupfercaprat, Kupfercapronat. Kupfervalerianat Kupferisolaktat, Kupfertaktat. Kupferpropionat, 
Kupferacetat, Kupferformat Kupferhydroxid. Kupferbenzoat Kupfer-O-toluylat. Kupfer-m-toluylat. Kupfer-p- 
toluylat, Kupfer- p-tert-butylbenzoat, Kupfer-o-chlorbenzoat. Kupfer-ni-chtorbenzoat. Kupfer-p^Jhlorbenzoat. 
Kupferdichiorbenzoat. Kupfertrichlor benzoat, Kupfer-p-brombenzoat Kupfer-p-Jodbenzoat. Kupfer-p-phenyl* 
benzoat. Kupfer-o-benzoylbenzoat, Kupfer-p-nitrobenzoat Kupferanthranilat Kupfer-p-aminobenzoat Kupfe- 
roxaiat. Kupfermalonat. Kupfersucclnat Kupferglutarat, Kupferadlpat, Kupferpimelat. Kupfersuberat, Kupfera- 
zelat. Kupfersebaclnat, Kupferphthalat, Kupfermonoesterphthalat. Kupfemaphthenat Kupfemaphthalincarbo- 
nat, Kupfertartarat, KupterdlphenylamIn-2-carboxylat Kupfer-4-cycIohexyIlaktat, Kupferdiathyldithiocarbamat 
Kupferglukonat, DiSthoxykupfer, DWsopropoxykupfer, Dl-n-butoxykupfer. Kupferoctylat, Kupferalkylbenzol- 
sulfonat, Kupfer-p-toluolsulfonat. Kupfemaphthalfnsulfonat, Kupfemaphthyiaminsutfonat. Kupfer-n-dodecyh 
benzolsuffonat, Kupferdodecylsulfet, Kupfer-2.5-dlmethylbenzolsultbnat, Kupfer-2-carbomethoxy-5-methyl- ' 
benzoisulfonat. Kupfer-o-naphthylphosphat Kupferstearylphosphat. Kupferlaurytphosphat Kupfer-di-2-§thyl- 
hexylphosphat, Kupferisodecylphosphat. und derglelchen. 

Die erfindungsgemSBe Bleiverblndung Ist eine Blelverblndung der Formel (III) 
(R . X)„ Pb (III) 

worin R ein Wassersloffelom. eine AlkyK CycloalkyI-, AryK Aralkylgruppe Oder ein heterocyclischer Rest ist 
(wobel jede Qaippe oder der Rest durch mindestens einen Substituenten substitulert werden kann), X 
-COO. -SO*. -SO3, -PO4. Oder -0 bedeutet. und n eine ganze Zahl von 1 bis 4 ist 

Die Wahl der erfindungsgemaflen Bleiverbindungen der allgemeinen Fonmel (II) Ist nIcht besonders 
beschrdnkt. man kann z.B. folgende verwenden: Bleistearat. Blelpalmltat, Bleioleat. Blelbehenat Blellaurat, 
Bieicaprat. Bleicapronat. Blelvalerlanat, Bleiisotaktat, Bleilaktat. Blelproplonat, Blelacetat, Bleiformat, Bleih- 
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ydroxid, Bleibenzoat, Blei-o-toluylat. BleNn-toiuylat* Blei-p-toluylat. Blel-p-tert-butylbenzoat, Blei-o-chlorben- 
zoat. Blei-m-chlorbenzoat. Blei-p-chlorbenzoat Bleidichlorbenzoat. Bleitrichlor benzoat. Blei-p-brombenzoat 
Blei-p-Jodbenzoat. Blei-p-phenylbenzoat Blei-o-benzoylbenzoat, B!ei-p-nitrobenzoat, Bleianthranilat Blet-p- 
aminobenzoat, BIdioxalat. Bleimalonat. Bielsucclnat, Blelglutarat, Bleiadipat Bleipimeiat. Bleisuberat, Blela- 
zelat. Bleisebacinat, Bleiphthalat. Bieimonoesterphthalat. Bleinaphthenat Bleinaphthallncarbonat. Bleitartarat, 
Bleidiphenylamin-2-carboxylat, BleM-cyclohexyilalctat, Bleidiathyldithiocarbamat, Bleiglukonat, Diathoxybiei. 
Di-isopropoxyblei, Dl-n-butoxyblei. Bleioctylat, Bleialkylbenzolsulfonal, Blei-p-toluolsulfbnat Bleinaphthalin- 
sutfonat Bleinaphthylaminsulfonat, Blei*n-dodecylbenzolsulfonat, Bleidodecylsulfat. Bl6i-2,5-dim6thylbenzoh 
sulfonat, Bl6i-2-carbomethoxy-5-methylbenzolsutfonat. Blei-o-naphthylphosphat, Bleistearylphosphat, Biei- 
laurylphosphat, Blei-di*2-Mthylh0)(ylpho$phat, Bleilsodecylphosphat, und dergleichen. 

In den Formeln I. II und III k5nnen Alkyl. Alkenyl, Aikoxy etc. geradkettig Oder verzweigt seln. 
Vorzugsweise steht Alley! fQr Ci-Cso-AlkyI, Insbesondere Ci-Cas-Alkyl. Beiaplele sind Methyl, Ethyl, n- und 
i-Propyl, Butyl, Stearyl oder Behenyl. 

CyclodlkyI $teht vorzugsweise fUr Cyclopentyl oder Cyclohexyl. 

Aryl bedeutet vorzugsweise Phenyl oder Naphthyl, AralkyI steht vorzugsweise fUr Phenyl-Ci-C«-Alkyl, 
wie Benzyl oder Phenylethyl. 

Alkenyl steht vorzugsweise fOr Ca-Ce-Alkenyl, insbesondere C2-Ci-Alkenyl. 

Bel den heterocycllschen Resten handelt es sich vorzugsweise um 5- oder 6-glledrige RInge mit einem 
Oder mehreren Sauerstoff-, Schwefel- oder Stickstoff-Heteroatomen, wie Thiazolyl, Thienyl, Furyi, Pynroiidi- 
nyl. Pynrolyl. Morpholinyl, Piperazlnyl, PIpertdlnyl oder Pyridlnyi. Wenn Ri und R2 oder Ra und Ra 
gemeinsam einen Ring bllden. stehen ^e vorzugsweise fOr Ethylen, Propylen oder Butylen. 

Bevorzugte Substituenten der In den Fbnmein I, II und 111 vorhandenen Reste sind geradkettlges oder 
verzweigtes Ci-Cia-AikyI (wie Methyl. Ethyl, n- und l-Propyl, n-, h und t-Butyl, Dodecyl etc.). Ci-C4-AIkoxy, 
Hydroxy, Halogen (F, CI. Br, J), Nitro, Amino. Phenyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Benzoyl, Acetyl. 

Entweder die otMge Thioamidverbindung oder die obige Kupfer- oder Bleiverbindung absorbiert nahes 
IR-Ucht fast nicht Oder nur eine bestimmte WellenlSnge. Bne Hitzebehandlung der Thioamidverbindung 
Oder der Kupfer- oder Bleiverbindung Qbt keinen BnfiuB auf die Absorption im nahen IR aus. Aber das 
Qemisch aus dieser Thioamidverbindung und dieser Kupfer- und/oder Bleiverbindung nimmt nach seiner 
Hitzebehandlung nahes IR-Ucht stark und gleichmlLBig auf. 

Ohne Hitzebehandlung nimmt das Gemlsch aus einer Thioamklverbindung der allgemelnen Formel (I) 
und wenlgstens einer Verblndung aus der Gruppe der Verbindungen der allgemelnen Formel (II), der 
Verblndungen der allgemelnen Formel (III). Kupfer-und Bleiacetylacetonate, Chlorophyli-Kupfer und -Blei 
und Chlorophyllin-Kupfer und -Blel fast kein nahes IR-Ucht auf. 

Wenn man die erflndungsgemSfie Masse oder die diese Masse enthaitenden Fbmnkdrper voilstandig 
Oder teilweise (abschnittsweise) dutch Zufuhr von WSrmeenergle behandelt, nimmt der erhitzte Tell das 
nahe IR-Licht stark auf. Der erhitzte Tell nimmt kein Ucht im sichtbaren WeiienlSngenbereich auf und 
produzlert ein latentes Blld (eines durch Erhitzen erzeugten Musters). 

Daher kann man unter der Verwendung des oblgen PhSnomens einen Detektor fUr das durch Erhitzen 
erzeugte Muster und In Komblnation mit einem geelgneten EntwIckiungsgerSt ein Aufzelchnungspapler 
herstslleri. 

Weil das erfindurigsgema^e Material, das durch die Hitzebehandlung der ein Gemlsch aus Thioamid- 
verbindung und aus Kupfer- und/oder Bleiverbindung enthaitenden Masse erhaiten wird. das LIcht im nahen 
IR-Bereich stark absorbiert, kann es Verwendung bei der Herstellung eines Detektors fQr nahes IR-Ucht und 
bei der Herstellung der Mittel fQr das Aufzelchnungssystem des Laserstrahls finden. 

Die Starke der Atisorption im nahen IR kann durch die Art und das MischverhMttnis von Thioamidverbin- 
dung und Kupfer- und/oder Bleiverbindung, Erhitzungstemperatur und -zeit usw. eingestellt werden. 

Die erfindungsgeml^e Masse wird hergestellt, indem man die Thioamidverbindung und die iCupfer- 
und/oder Bleiverbindung in einem geelgneten Mischungsverhaltnis vermischt, oder indem man die Thioa- 
midverbindung. die Kupfer- und/oder Bleiverbindung, ein BIndemittel, Zellstoff, Holzschiiff, thennopiasti- 
sches Harzpulver usw. und gegebenenfalls Additive wie Farbstoffe usw. vermischt 

Welter kann die erfindungsgem3Be Masse hergestellt werden, indem man das Gemisch aus alien 
Rohstoffen in einem geeigneten Ldsungsmlttel oder einer geeigneten Dispersion aufldst, Oder indem man 
alle Rohstoffe aul3er Bindemlttel, Farbstoff, usw. in einem Ldsungsmfttei aufl5st in dem BIndemittel, 
F§rbungsmittel. usw. dispergiert Oder aufgeiast sind. 

Die Masse kann beisplelswelse eine Beschichtungsmasse. FQIlstoff usw. seln. Das MischverhMltnis, der 
Massegehalt im FbrmkSrper und die Zugabemenge anderer Stoffe werden so festgeiegt, da6 beim Erhitzen 
die Thioamidverbindung und die Kupfer- und/oder Bleiverbindung als Feststoffe oder als Schmeizo Oder als 
Qemisch aus Feststoff und Schmeize mitelnander In Kbntakt gebracht werden. 
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Der erfindungsgemM/Se Formkdrper umfaBt eine ^rfindungsgemlBe Masse, die die Thioamidverbindung 
und die Kupfer- und/oder Bleiverblndung enthSit, Oder ein Im nahen IR absorbierendes Material, das durcli 
die HItzebehandlung der erflndungsgemSfien Masse erhalten wird. Das Verfahren zur Herstellung dieses 
Fbrml(drpers erfolgt durch: 

s (a) Fbrmen eines Gemlsches aus den Fbrmlcorperrohstoffen. und der erfindiingsgemMBen Masse 

Oder dem erfindungsgemSfien im nahen IR absorblerenden Materiall Oder 

(b) Auftragen Oder Impr9gnieren eInes dispergierten Schlamms der erfindungsgemSfien Masse Oder 
des erfindungsgemSfien Materials mittels ZerstSubungs-, Strelch* Oder Oruclonaschine. auf den F5rmk5r- 
perrohstoff. 

10 Der Formkdrper vWrd hergesteilt indem man aus Zellstoff, Boizschliff. Faser, thermoplastlschem Harz, 
usw. auf bekannts Welse, belspielsweise durch Weben, Blattbildung, Hitzeformierung usw. einen Film, etn 
Blatt Oder eIne Stange produziert und gegeben^ls welter behandelt 

Das Hitzeverfahren zur Erzlelung elner AbsorptionsfShigkelt im nahen IR 1st nicht besondei? beschrinkt 
Aile Hitzeverfahren, die eine Obertragung von WSnmeenergie fQr die Erzielung der Absorptionsfahigkeit Im 
16 nahen IR auf Grund der ReakHon der erftndungsgamSiSen Thioamldverbindung mit der erfindungsgemSBen 
Kupfer- Oder Bleiverblndung mit sich bringen, konnen erfindungsgemMfi verwendet werden. Das Erhitzen 
kann belspielsweise mit Hitfe elner elektrfschen Helzvonichtung, Induktionshelzvonichtung, Filmextruders 
usw., Thermokopfes, Halbleiterlasers, IR-Lampe und derglelchen, erfolgen. 

Die HItzebehandlung wird unter beiiebiger Atmosphere, belspiialweise Luftatmosphare, inerter Gasatmo- 
20 sphere usw., Qblichenveise unter LuftatmosphSre durchgefOhrt 

Die Bhitzungstemperatur liegt Qblicherweise bei 40 - 400 *C, vorzugsweise be! 50 - 350 'C. Die 
Erhftzungszeit ist im Berelch von einlgen Millisekunden bis zu einigen Zehnmlnuten. 

Ene gleichmMBige Vermischung durch einen MischerU-B. Quirl. durch UmrQhren und Schwenken ist 
bevorzugt, well dies wegen der zunehmenden BerQhrungshMufigkeit der MateriaJien zu einer einheitiichen 
28 W9rmeQbertragung und groBen Reakttonsgeschwfndigkeit fOhrt 

Das Mischverhaltnis von Thioamidverbindung, Kupfer- und/oder Bleiverblndung ist Je nach der Art 
dieser Verbindungen verschleden. aber 0.01 - 50 Qew.-Teile, vorzugsweise 0.1-10 Gew.-Teile der 
Thioamidverbindung, bezogen auf 1 Gew.-Teli der Kupf^- und/oder Bleiverblndung, werdenr im aligemelnen 
verwendet 

30 Wie oben envShnt wurde, nimmt das Gemisch aus der Thioamidverbindung der ailgemeinen Formel (I) 
und aus mindestens elner Verblndung aus der Gruppe Kupfer-und Bleihydroxkl, Kupfen/erblndung der 
aligemelnen Formel (ll)f Bleiverblndung der ailgemeinen Formel (III), Kupfer- und Bleiacetylacetonat, 
Chk)rophyIl-Kupfer und -Blel, und Chlorophyilin-Kupfer und -Blei nach HItzebehandlung nahes IR-Ucht 
gielchmlBIg Im ganzen Berelch von 700 -2000 nm auf. Die Ursache fOr die oblge Tatsache ist nicht kiar. 

$5 Wie aus fblgenden Beispielen und Verglelchsbelspielen erslchtllch 1st, nimmt weder die Thloamklverbln- 
dung noch die oblge Kupfer- und/oder Blehferblndung nach HItzebehandlung nahes IR-Ucht stark und 
gleichmSBig im ganzen Bereich von 700 - 2000 nm auf. Das Gemlsch aus der Thioamidverbindung der 
ailgemeinen Fomnel (I) und der obigen Kupfer-und/oder Bleiverblndung ohne Hitzebehandlung nimmt 
ebenfalls kein nahes IR-Ucht stark und gleichmiBIg auf. Daher vermutet man, daB be! der Hitzebehandlung 

40 des Gemlsches eIne Reaktion zwischen der Thtoamidverbindung der aligemelnen Fbrmel (I) und der obigen 
Kupfer- und/oder Bleiverblndung auftritt, wodurch ein Komplex gebildet wird. 

Die Erfindung wird durch fblgende Beispiele erlSutert Als AbkUrzung fOr Gewichtstelle wird "Telle** 
verwendet 

45 

[Belsplel 1] 

Die Thioamidverbindungen und Kupfen^erbindungen der Nm. 1, 3 und 5 der der Tabelle 1 wurden in 
elner RelbmOhle bie zur TeilchengrdBe von ungefUhr 3 u naB vermahlen. 

60 



tSsung A 


Thioamidverbindung von Nr. 1, 3 oder 5 


20 Teile 


10%-lge wiBrige LSsung von Polyvinylaikohol 


50 Teile 


Wasser 


30 Teile 


Gesamt 


100 Telle 
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LSsung B 


Kupferverbindung von Nr. 1, 3 Oder 5 


20 Telle 


10%-ige wSfirjge LSsung von Polyvinyfalkohol 


SOTene 


Wasser 


30 Teile 


Gesamt 


100 Telle 



50 Telle der L5sung A und 50 Teile der Ldsung B wurden mitelnander vermischt, um eine Beschich- 
tungsmasse herzustellen. 

Diese Beschlchtungsmasse wurde in einer Beschichtungsmenge von 5 g/m^ auf ein hochklasslges 
Papier mit einem Gewicht von 60 g/m^ mittels des Meyerbarger§ts aufgetragen und getroclmet Man erhielt 
ein Aufzeichnungsblatt Alle erfialtenen Aufzeichnungsbldtter sind welB bis btaBblau, und fSirben sich 
blaflgrOnilch bei der BerQhrung mit einer Metallplatte von einer Oberfiachentemperatur von 150* C wlhrend 
5 Selojnden. Bei jedem ge^rbten Teil sind die Absorptionswerte des nahen il^Uclites bei 800, dOO, 1000, 
1500 und 2000 nm WellenlSnge durchsciinittllch mehr als 80%, und sle sind daher hoch. 

Der wMrmeempfindliche Drucic erfoigte durch einen wSrmeempfindHchen Drucfcer fQr Strichcode-Zettel 
(BW-100T, liergesteilt von Melcano System Co.> Ltd.). in Jedem Fail wurde ein blaiSgrOnes Striclicode- 
Muster auf Jedes der BIStker gedrudct 

Dieses Muster ist iesbar mittels eines Lesers fQr Strlchcode-Zettei (MS*Ba-D6c 230, hergestellt von 
Melcano System Co., Ltd.), be! dem das Ucht eines Halbleiterlasers als Leselicii^uelie verwendet wurde. 



_ [Bei8piei2] 

29 

Auf Basis der KomfcHnatlonen Nr. 1 * 23 In der Tabelie 1 wurden 5 Telle einer Thioamldverblndung und 
5 Telle einer Kupferverbindung in eInem Porzellantiegei venmisciit 10 Teile des Qemlsches wurden 
wMiirend 15 Selcunden bei 150* C in elnem elelctrlschen Ofen hltzet)ehandett 

Das eriudtene. biaBfarbige Puiverproduict wurde in einer bestimmten Dici(a auf einem iiocfildassigen 
Papier fixiert 

Der Reflexionsgrad der OtierMche wurde mit dem Spelctrophotometer (UVID EC-590, hergestellt von 
Japan Spectroscopic Co., 1^.) in bezug auf das Reflexionsspetctnum des nahen IR-Bereiches im Weilenlan- 
genbereich von 800 - 2500 nm gemessen. 

Die Absorptions^higlceit im nahen IR wird als Durchschnittswert der Absorptionswerte dargesteiit, wobei 
dieser Absorprtionswert der Unterschied zwischen 100% und dem Reflexionsgrad bei .der Weiieniange von 
800, 900, 1000, 1500 und 2000 nm ist Dat)el zeigt (§) einen Durchschnittswert von wenlgstens 80%, O 
eInen Durchschnittswert von wenlgstens 60%. A einen Durchschnittwert von wenlgstens 30%. und X einen 
Durchschnittswert von weniger ais 30%. 

Das Material mit elnem Durchschnittswert von wenlgstens 30% bedeutet ein erfindungsgemSBes im 
nahen IR absorbierendes Material. Die nahen IR-Absorpt!onsfShiglceiten der erfindungsgemfifien Materialien 
in Nm. 1 - 23 der Tabelie 1 zeigen einen Durchschnittswert von wenlgstens 60%. 



_ [Vergieichsbeispiel 1] 

Jede der Thloamidverblndungen oder jede der Kupferverbindungen In der Tabelie 2 wurde unter den 
gleichen Bedlngungen wie Im Betspiei 2 hitzebehandeit und auf die Hersteliung des Produictes angewandt 
Das nahe IR-Reflexionsspeldrum eines erhaitenen Produlctes wurde gemessen, und die nahe IR-Absorp- 
tionsf3higl(eit wurde in gleicher Weise wie im Beispiei 2 bewertet Alle AbsorptionsShiglceiten im nahen IR 
^ sind weniger ais 30%. wie es aus der Tabelie 2 ersichtllch ist 

Die Anderung der Absorptionsfahigkeit Im nahen IR bei der getrennten Hitzebehandlung der einzelnen 
Komponenten. der Mischung ohne liitzebehandiung. und der Mischung aus einer erfindungsgemSBen 
TTiioamidverbindung und einer erfindungsgemSifien Kupferverbindung nach Hitzebehandlung ist In Abbil- 
dung 1 eriMutert in der Abbildung 1 warden als Thioamidverbindung N-Phenyithlobenzamid und als 
^ Kupferverbindung Kupfer-p-chlorbenzoat venwendet 

Nr. 1 und Nr. 4 des Verglelchsbelspieis 1 (getrennte Hitzebehandlung),Nr. 1 des Beispieis 1 (Mischung 
ohne Hitzebehandlung) und Nr. 1 des Beispieis 2 (Hitzebehandlung der Mischung) werden in bezug auf die 
nahen IR-Reflexionsspektra Im Bereich von 800 - 2000 nm verglichen. 
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Aus der Abbildung 1 ist ersiclitllch, dafi die AbsorptionsfShlgkeit des erhltzten Gemisches aus N- 
phenytthiobenzamid und Kupfer-p-cfilorbenzoat (bei Nr. 1 des Befspiels 2) fm nahen IR erheblich hdher ist 
als dt^enge der getrennt erhitzten Komponenten Oder als diejenige der MIschung ohne Hltzebehandlung; 
das hei0t da0 die nahe IR-Absorptionsfahigkeit von Nr. 1 des Beispiels 2 mehr als 90% im ganzen 
MedwelleniSngenbereid) ist 

[Beispiel 3] 

m. jeder der Thioamidverbindungen und Kupferverbfndungen der Nm. 24 - 32 der Tabelle 3 wurden 
fblgende Zusammensetzungen zul^ereitet 



Ldsung A 


Thioamidverblndung 


50 Telle 


10%-ige w9Brlge LjSsung von Polyvinylailwhol 


25 Telle 


Wasser 


125 Telle 



LfisungB 


Kupfervert^ndung 


50 Telle 


10%-ige wSflrlge Ij5sung von Polyvinylalkohol 


25 Telle 


Wasser 


125 Telle 



Die Ldsungen der obigen Zusammensetzungen wurden In einer RelbmQIile elnzeln bis zur Teilchengrd- 
Be von 1 MJiaon vennahlen. Die LSsungen wurden in dem in der Tabeile 3 angegebenen VerhSitnis 
mitelnander vennischt urn eine Beschlchtungsmasse zu erhalten. Die erhaltene Beschlchtungsmasse wurde 
in einer Besclilchtungsmenge von 3.0 g/m^ (Feststoffgehalt) auf eln hochklasslges Papier von 50 g/m^ 
aufgetragen und getrocknet, um eln Aufzelchnungsblatt zu erhalten. 

Dieses Aufzelchnungsblatt wurde 5 Sekunden unter einem Druck von 10 g/m2 gegen elne auf 150* C 
erhltzte Platte geprefit (hitzebehandeit). Man erhielt ein im nahen IR absoririerendes Aufzelchnungsblatt 

Die Absorptions^hlgkeit des erhaltenen Aufzelchnungsblattes wurde In der glelchen Welse wie im 
Beispiel 2 gemessen, und die HIntergrundfarbe der Beschlchtungsoberfllche und die BestMndigkeit der IR- 
Absorptions^higkelt gegenOber HHze, Feuchtigkeit und Lteht wurde wie fblgt bestimmt und die Brgebnisse 
sind in der Tabelle 3 zusammengefefit 



[Anmerkungen] 



i^ntergrundfarbe 

Der Refiexlonsgrad der Beschk^htungsoberflSche nach der HItzebehandlung wird mlt einem Macbeth- 
Dichtemesser (RD-914, Venwendung des Amber^Fiiters) gemessen. 



HitzebestSndigkeit 

Bn Blatt wird 24 Stunden Im Ofen bei 60* C belassen. Dann win! der IR-Reflexionsgrad des Blattes mit 
einem Spectrophotometer (bei einer WeilenlSnge von 1000 nm) gemessen. 

Die BestSindigkeit gegenOber HHze wird ais Restprozentsatz der nahen IR-Absorptlonsfflhigkeit durch 
fblgende Fbrmei bewertet 
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Restprozent 



100 Reflexiohsgtad nach Bitzebehandlung 

. X 100 (%) 

100 - Refilexionsgtad vor Bitzebehandlung 



BestSndigkert gegenOber Luftfeuchtigkeit 

En Blatt wird bei 40*C und 90% relativer Luftfeuchtigkeit stehengelassen. Nach 24 Stunden wird der 
IR-Reflexionsgrad des Blattes mit ^nem Spektrophotometer (bel etner WellenlSnge von 1000 nm) gemes- 
sen. Die BestSndigkeit gegenOber Luftfeuchtigkeit wird ale Restprozentsatz der nahen IR-Absorptionsfahig- 
keit durch fdgende Fome\ bewertet 

Restprozent « 

100 - Reflexionsgrad nach feuchter Lagerung 



100* Reflexionsgrad vor feuchter Lagerung 



X 100 (%) 



UchtbestSndigkeit 

En Blatt wird 6 Stunden mit dem Licht eines Fade-O-Meters beatrahit Der IR-Reflexfonsgrad des 
Blattes wird mit efnem Spektrophotometer (bei einer WellenlMnge von 1000 nm) gemessen. Die BestSndig- 
keit gegenOber Ucht wird als Restprozentsatz der nahen IR-AbsorptionsfMhigkeit durch fbigende i=brmel 
bewertet 

Restprozent ■ 

100 * Reflexionsgrad nach Lichtbestrahlung 



100 Reflexionsgrad nach Lichtbestrahlung 



X 100 (%) 



[Vergleichsbeispiel 2] 

Die die Thioamidverbindung enthattende Dispersion A oder die die Kupferverbindung enthaltende 
Dispersion B, die im Beisplel 3 verwendet wurden. wurde auf die gleiche Weise wie im Beisplel 3 getrennt 
auf^etragen, getrocknet und dann hitzebehandeit um ein Produkt zu herzusteilen. Die nahe IR-Absorptions- 
fShlgkelt des Produktes wurde gemessen. 

Bel den BlSttem. auf die ein Gemisch aus der erfindungsgemasen Thioamidverbindung und der ' 
erfindungsgemlfien Kupferverbindung aufgetragen und die getrocknet wurden, fUhrt eine l-lttzet)ehandlung 
zu einem Blatt mit einer hohen At>sorptionsfMhigkelt im nahen IR.wie aus Tabeile3 erslchtllch ist Diese 
hohe IR-Absorptlonsf§higkeit wird unter der Enwirkung von IHitze. i=euchtigkeit und Ucht fast nicht 
emiedrigt und sie Ist erstaunlich stabil gegenOber der Handhabung und der Xnderung der Umweitsbedin- 
gungen. Die OberflSche dieses Blattes f&M stch etwas Ins Graue, wodurch das Blatt aber kelne auffallende 
FarbverSnderung erfSihrt Das Blatt, auf das entweder die Thioamidverbindung oder die Kupfenrerbindung 
aufgetragen und das getrocknet wurde, weist bei der Hitzebehandlung keine nahe iR-AbsorptionsfSihigkeit 
auf, und es wurde daher hlndchtUch der StabilKat der IR-Absorptlonsffihigkeit wShrend der Lagerung nicht 
geprOft 
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[Beispiel 4] 

Jede der TTiioamidverbindungen und der Bieiverbindungen, die in Nm. 1, 3 und 5 der Tabelle 4 
beschrfeben wurden, wurde in einer ReibmUhle bis zur Teiichengr50e von ungef3hr ZunaB vennahlen. 



f A 
fV 


L5sung A 


Thioamidverbindung von Nr. 1, 3 Oder 5 
10%-ige wS^rige L^sung von Polyvinylailcohol 
Wasser 
Gesamt 


20 Telle 
50 Telle 
30 Telle 
lOOTeile 


18 








Ldsung B 


20 


Bleiverbindung von Nr. 1, 3 Oder 5 

lO%Hge wa^rige L6sung von Polyvtnylaikohol 

Wasser 

Gesamt 


20 Telle 
50 Telle 
30 Telle 
lOOTeile 



25 



50 Telle der Ldsung A und 50 Telle der IJ3sung B wurden mitelnander vermischt, um eine Beschlch- 
lungsmasse herzustellen. 

Diese Beschichtungsmasse wurde In eIner Beschiciitungsmenge von 5 g/m^ auf ein hochldassiges 
30 Papier mit einem Gewicht von 60 gAn^ mitteis des Meyerbargerits aufgetragen und getrodoiet Man eriilelt 

eIn Aufzeichnungsblatt Alle erhaltenen AufzeichnungsblStter sind weifi bis blaJSblau, und fSrben stdi 

blafigrOnllch bel der BerUhmng mIt eIner Metallplatte von einer Oberfllichentemperaiur von 150* C w^hrend 

5 Sekunden. Bel Jedem gefHrbten Tell sind die Absorptionswerta des nahen IR-Uchtes bei 800. 900. 1000. 

1500 und 2000 nm WelleniSnge durohschnittlich melir als 80%. und sie sind dalier hoch. 
95 Der wSrmeempfindllche Druck erfblgte durch einen wMrmeempfindlichen Drucker fOr Strichcode-Zettel 

(BW-100T. hergestelit von Mekano System Co.. Ltd.). In Jedem Fall wurde ein bla0grQnes Strichcode- 

Muster auf Jedes der BIMtter gedruckt. 

Dieses Muster ist lesbar mittels eines Lesers fOr Strlchcode-Zittel (MS-Ba-Dec 230, hergestelit von 

Mekano System Co.. Ltd.). bel dem das Ucht eines Haibletterlasers als Lesellchtquelle verwendet wurde. 

40 

[Beispiel 5] 

Auf Basis der Kbmbinationen Nr. 1 • 23 in der Tabelle 4 wurden 5 Telle einer Thioamidverbindung und 
46 5 Telle einer Bleh^erblndung in einem Porzellantlegel vemnischt 10 Telle des Gemisches wurden wShrend 
15 MInuten bei 150* C in einem elektrlschen Of en hitzebehandelt 

Das erhaltene, blafifarbige Pulverprodukt wurde in einer bestimmten Dicke auf einem hochklasslgen 
Papier fixiert 

Der Reflexlonsgrad der OberflSche wurde In der gtetohen Weise wle Im Beispiel 2 gemessen. 
so Die nahe IB-AbsorptionsfShigkeft wird in der glek:hen Welse wie im Beispiel 2 dargestelit Die nahen IR- 
Absorptlonsfihlgkeften der erfindungsgemSAen Materialien In Nm. 1 • 23 der Tabelle 4 zeigen einen 
Durchschnittswert von wenlgstens 60%. 



55 [Vergleichsbeispiel 3] 

Jede der Thioamidverbindungen oder jede der Blelverblndungen In der Tabelle 5 wurde unter den 
gieichen Bedingungen wle Im Beispiel 5 hitzebehandelt. und auf die Herstellung des Produktes angewandt 
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Das nahe IR-Reflexionsspektrum eines erhaitenen Produktes wurde gemessen. und die nahe IR-Absorp- 
tions^higkeit wurde in gleicher Welse wie im Beispiei 5 bewertet Alle AbsorptionsfShiglceiten im nahen IR 
sind weniger als 30%. wie es aus der Tabelle 5 erslclitilch isL 

Die Anderung der Absorptionsflhigkeit im nahen IR bei der getrennten Httzebehandlung der einzelnen 
Komponenten, der Mlschung ohne Hitzebehandlung, und der Miscliung aus einer erfindungsgemaBen 
Thioamklverbindung und einer erfindungsgemSBen Bieiverbindung nach IHitzebehandlung ist in Abbildung 2 
eridutert In der Abbildung 2 werden als Thioamidverbindung N-Phenyithlobenzamid und als Bieiverbindung 
BleJ-p-chlorbenzoat verwendet Nr. 1 und Nr. 4 des Vergleichsbelspiels 3 (getrennte HItzebeliandlung) Nr. 1 
des Beisplels 4 (IVIiscliung oline Hitzebehandlung) und Nr. 1 des Beispiels 5 (Hitzebehandlung der 
IVIischung)werden in bezug auf die nahen IR-Refiexionsspektra im Bereich von 800 - 2000 nm verglichen. 

Aus der Abbildung 2 ist ersichtlich. da0 die Absorptionsmhigkelt von Nr. 1 des Beispiels 5 im nahen IR 
belm erhitzten Gemisch aus N-Phenylthiobenzamid und Blel-p-chlorbenzoat erhebitoh hSher Ist als diejeni- 
ge der getrennt erhitzten Komponenten Oder als diejenige der l\/lischung ohne Hitzebehandlung; das heiBt, 
daB die nahe IR-Absorptionsmhigkeit von Nr. 1 des Beispiels 5 mehr als 90% im ganzen MeBweilenllngen- 
tiereich ist 



[Beispiei 6] 

Mit jeder der Thloamkiverbindungen und Bleiverblndungen, der Nm. 24 - 32 der Tabelle 6 mrden 
folgende Zusammensetzungen zubereitet 



Ldsung A 


Thioamidverbindung 


50 Telle 


10%-ige wSBrige L5sung von Polyvlnylaikohoi 


25 Telle 


Wasser 


125 Teile 



Ldsung B 


Bleh/erblndung 


50 Teile 


10%-ige wSBrige Ldsung von Poiyvinyialkohol 


25 Teile 


Wasser 


125 Teiie 



Die L&sungen der obigen Zusammensetzungen wurden in einer ReibmQhie einzein bis zur Teilchengrd- 
Be von 1 Mikron vermahien. Die Ldsungen wurden in dem in Tabelle 6 angegebenen VerhSitnis miteinander 
vermischt, um eine Beschichtungsmasse zu erhaiten. Die erhaltene Beschichtungsmasse wurde in einer 
Beschichtungsmenge von 3,0 gfm^ (l=eststoffgehait) auf ein hochklassiges Papier von 50 gAn^ aufgetragen 
und getrocknet, um ein Aufzelchnungsblatt zu erhaiten. 

Dieses Aufzelchnungsblatt wurde 5 Sekunden unter einem Dmck von 10 g/m2 gegen eine auf 150* C 
erhitzte Platte gepreBt (hitzebehandelt). Man erhlelt ein im nahen IR absorblerendes Aufzelchnungsblatt 

Die AbsorptfonsfShigkeit des erhaitenen Aufzeichnungsblattes, die Hintergrundfarbe der Beschichtungs- 
oberfiSche und die BestMndigkeit der IR-Absorptionsfahigkeit gegenOber WIrme. Feuchtigkelt und Ucht 
wurden in der gleichen Welse wie im Beispiei 3 bestimmt. und die Ergebnisse sInd In der Tabelle 6 
zusammengefaBt 



[Vergleichsbelspiel 4] 

Die die Thioamidverbindung, enthaitende Dispersion A Oder die die Bieiverbindung enthaitende Disper- 
ston B, die im Beispiei 6 venivendet wurden, wurde auf die gleiche Welse wie im Beispiei 6 getrennt 
aufgetragen. getrocknet und dann hitzebehandelt um ein Produkt zu herzustellen. Die nahe IR-Absorptlons- 
fShigkeit des Produktes wurde gemessen. 

Bei den BlSttem, auf die ein Gemisch aus der erfindungsgemMBen Thioamidverbindung und der 
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erfindungsgemSfien Blefverbindung aufgetragen und die getrocknet wurden, fQhrt eine Hitzebehandlung zu 
einem Blatt mit einer hohen Absorptionsfflhigkeit !m nahen IR,wi6 aus Tabelle6ersichtlich 1st DIesa hohe IR- 
AbsorptionsfShigkeit wird unter der Qnwi'rkung von Hitze, Feuchtigkeit und Ucht fast nicht emiedrigt und sie 
ist erstaunlich stabii gegenQber der Handhabung und der Xnderung der Umweitsbedingungen. Die OberflM- 
6 Che dieses Blattes ^rbt sich etwas ins Graue, wodurch das Blatt aber kelne auffallende FarbverSnderung 
erfShrt Oas Blatt. auf das entweder die Thioamidverbindung Oder die Bleiverbindung aufgetragen und das 
getrocknet wurde. weist bei der Hitzebehandlung keine nahe IR-Absorptions^higkeit auf, und es wurde 
daher hinslchtilch der StabllH§t der 

IR-AbsorptionsfShigkett wShrend der Lagerung nicht geprtift. 
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Die erfindungsgemifie im nahen IR absorbierende Masse und das diese Masse enthaltende Blatt sind 
fast farblos, wobel der ertiitzte Toil sofort elne nahe IR-Absorptionsf3higkeit besitzt Die Hitzebehandlung 
der erfindungsgemaBen Masse, des die erfindungsgemafie Masse enthattenden Blattes. oder des diese 

5 hitzebehandelte Masse enthattenden Blattes fUhrt zur starlcen AbsorptionsfShigkeit im ganz nahen IR- 
Berelch von 800 - 2000 nm. Wegen der obigen nahen lR-AbsorptionsfMh!gkelt konnen die erfindungsgemM- 
fien Produkte als optische Materialien wie als Thermodetektor; RIter fOr Ucht im nahen IR-Bereich; 
Aufzeichnungsmaterial; Material zur Abweisung bzw. Isollerung von WMrmestrahien; WSrmesammler; Sen- 
sor fOr IR-Detektoren und dergleichen verwendet werden. 

70 Die erfindungsgemSBe Masse oder das durch Ihre Hitzebehandlung erhaltene Material wird trotz des 
Vorhandenseins von Metall nur gering verfarbt Daher besltzen die diese Masse oder dieses Material 
enthattenden FonnkSrper (Rim. Blatt usw.) ein Qberiegenes Aussehen. 

Jede Absorptions^higkeit von der erflndungsgemMfien im nahen IR absorbierenden Masse, dem 
erfindungsgem90en Im nahen IR absorbierenden Material und dem diese Masse oder diese Material 

75 enthaltenden Formkdrper weist eine Uberlegene StabilitSt gegenQber der Anderung der Umweltsbedingun- 
gem im Veriauf der Zeit auf. die sich nicht verschlechtert 

Weiter kann die erflndungsgemSBe im nahen IR-absorbierende Masse nur durch die Mischung der 
Kbmponenten hergestellt werden, das erfindungsgemSBe im nahen IR absorbierende Material nur durch 
Erhitzen dieser Mischung. Die Herstellung des Fonnkdrpers, das die erfindungsgemd^e Masse Oder das 

20 erfindungsgemM^e Material enthitt. benStigt kein neues Mittel. Daher ist diese Erfindung fOr die industrieile 
Produktion geeignet. 
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Ansprtlche 

1. Masse zur Herstellung eines im nahen IR absorbierenden Materials, die mindestens eine Thioamid- 
verbindung der allgemeinen Fbnnnel (I) und mindestens eine Kupfer- und/bder Bleiverblndung enthSIt - 

/Ri -IJ H 

VR.-i-S <I) 



worin Ri und Ra jeweils ein Wasserstoffatom, eine AlkyI-, Aikenyl-. CycloalkyI-, Aryl-. Aralkylgmppe, oder 
35 einen einwertigen 5- oder 6-glledrigen Ring bedeuten, oder Ra auch eine Alkoxygruppe bedeutet wobei 
Jede Gruppe durch mindestens einen Substituenten substitulert sein kann, Oder Ri und Hz gemeinsam 
einen Ring bilden kOnnen. 

Z Masse nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, daO die Kupferverbindung elne Kupfervert)lndung 
der i=bnnel 01} 
40 <R-X)„Cu (II) 
1st, 

worin R ein Wasserstoffatom, eine Alkyh, CycloalkyI-. Aryl-, Aralkylgruppe oder einen einwertigen 5- Oder 6- 
glledrigen Ring bedeutet wobel jede Gmppe durch mindestens einen Substituenten substitulert sein kann, 
X fOr -COO, -SO*, -SO3, -PO*, Oder -0 steht und n eine ganze Zahl von 1 bis 4 ist 
45 3. Masse nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzelchnet, da0 die Kupferverbindung Kupferacetylacetonat Ist 

4. Masse nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet daB die Kupfervertsindung Chlorophyll-Kupfer Oder 
Chlorophyllln-Kupfer Oder Kupfertiydroxld Ist. 

5. Masse nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet dafl die Bleiverblndung eine Bleiverblndung der 
50 F6rmei(lil) 

(R - X)n Pb (III) 
ist 

worin R ein Wasserstoffatom, eine AikyI-, CycloalkyI-, Aryl-. Aralkylgruppe. oder einen einwertigen 5- oder 
6-gliedrigen Ring (heterocyctischer Ring) bedeutet wobei jede Gruppe durch mindestens einen Substituen- 
ss ten substitulert sein kann, X - fOr -COO, -SO4. -SOa, -POi, Oder -0 steht und n eine ganze Zahl von 1 bis 4 
ist 

6. Masse nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet dai3 die Bleiverisindung Blelacetylacetonat ist 

7. Masse nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet da0 die Bleiverblndung ChtorophylhBlei oder 
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Chlorophyliln-Blei Oder Bteihydroxld ist 

8. Im nahen IR absorblerendas Material erhSltnch durch Hitzebehandlung der Masse nach einem der 
AnspriJche 1 bis 7. 

9. Im nahen IR absorbierender FbrmlcSrper, dadurch gekennzelchnet, dafi er die Masse nach einem der 
AnsprOche 1 bis 7 umfaflL 

10. Im nahen IR absorbierender Fonnkfirper, erhaltlich durch Hitzebehandlung des Fomfikfirpers nach 
Anspruch 9. 

11. Im nahen IR absorbierender Formkdrper, dadurch gekennzetchnet, da0 er das Im nahen IR 
absorbierende Material nach Anspruch 8 umfaflt 
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